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Sposób oddzielania żywicy silikonowej od części metalicznych wybrakowanych
i zużytych wyrobów mikroelektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania żywicy silikonowej od części metalicznych wybrakowa¬
nych i zużytych wyrobów mikroelektronicznych. Niektóre rodzaje wyrobów mikroelektronicznych jak diody,
tranzystory i układy scalone składają się z kształtek metalowych zatopionych w żywicy silikonowej. Kształtki
metalowe wykonane są z posrebrzanej miedzi. Wybrakowane i zużyte wyroby mikroelektroniczne są więc cen¬
nym surowcem wtórnym metali takich jak srebro, miedź oraz złoto (niektóre srebrnonośne wyroby mikro¬
elektroniczne zawierają od 0,001 do 0,03% Au). Przerób zespolonych z masą silikonową wyrobów mikroelektro¬
nicznych w aspekcie odzysku metali napotyka na trudności z uwagi na zatopienie części metalicznych w masie
silikonowej. Próby roztwarzania tej masy w rozpuszczalnikach organicznych oraz spalanie jej nie dały pozytyw¬
nych wyników. .

Nieoczekiwanie dobre rezultaty osiągnięto przez trawienie zespolonych silikonem wyrobów mikroelektro¬
nicznych w gorącym ługu sodowym o stężeniu 40-60%. Ług sodowy powoduje roztwarzanie żywicy silikonowej
nie naruszając części metalicznych. Aby proces przebiegał zadowalająco tzn. aby usunąć masę silikonową nie
trawiąc metali aby otrzymać roztwór potrawienny o konsystencji dającej się łatwo oddzielić od kształtek meta¬
licznych parametry procesu usuwania masy silikonowej muszą być precyzyjnie dobrane do charakterystyki
przerabianych wybraków. Na kształtkach metalicznych nie powinna pozostawać nawet cienka (nie widoczna
gołym okiem) warstewka masy silikonowej, co obserwuje się przy niewłaściwie dobranych parametrach procesu.

Przeprowadzone badania wykazały, że proces trawienia wybraków mikroelektronicznych zespolonych
z żywicą silikonową najlepiej przebiega przy temperaturze 150-170°C w ciągu 30-70 minut (czas procesu do¬
biera się w zależności od gabarytów wyrobów mikroelektronicznych), przy zastosowaniu 40-60% roztworu
wodnego ługu sodowego w ilości 2-4 dm3 na 1 kg wybraków. Po roztworzeniu masy silikonowej, dekantujesie
roztwór potrawienny, a kształtki metaliczne płucze się wodą i kieruje do przerobu w celu odzysku metali lub
też wykorzystuje się do produkcji stopów miedziowo-srebrowych.

Przykład. 1250 g wybrakowanych tranzystorów typu BP 136 w skład których wchodzą posrebrzane
kształtki miedziane zespolone z masą silikonową poddano trawieniu ługiem sodowym. Wybraki te umieszczone
w stalowym, perforowanym pojemniku zanurzono do 3,5 dm3 50% roztworu ługu sodowego. Proces trawienia prowa¬
dzono w temperaturze 160°C wciągu 50 minut. W tych warunkach roztworzeniu uległa silikonowa część ele-
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mentów odsłaniając całkowicie kształtki metalowe. Po zakończeniu procesu trawienia, perforowany pojemnik
wyjęto z roztworu, a znajdujące się w nim kształtki metalowe przemyto wodą i wysuszono. Otrzymano 697 g
kształtek metalowych o następującym składzie chemicznym: 92—93% Cu; 7,0% Ag; 0,043% Au. Jest to surowiec
do otrzymywania miedzi, srebra i złota.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób oddzielania żywicy silikonowej od części metalicznych wybrakowanych i zużytych wyrobów mi-
kroelektronicznych, znamienny tym, że wyroby te trawi się w gorącym ługu sodowym w temperaturze
150—170°C w ciągu 30—70 minut przy zastosowaniu 2—4 dm3 40—60% roztworu ługu sodowego na 1 kg wybra-
ków.
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